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Embedded-Systeme Leistungselektronik ' Schweiz-Special

Erfillen die Standards im ARM- Mit GaN-Leistungsbausteinen ist Die Schweiz ist im wirtschaftlich
Modulmarkt die Erwartung in modernste Umwandlungseffizienz harter gewordenen europaischen
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Neue Produkte

3HE-VPX-Board mit bis zu 2,4 GHz

Intel Core i7 VPX-Board

Das 3HE-VPX-Board TR B12/msd
von Concurrent Technologies hat
einen Quad-Core-Intel- Core i7
der 4. Generation mit bis zu 2.4
GHz. Weiterhin bietet das Board
bis zu 16 GByte DDR3L-1600
ECC RAM, bis zu drei unabhangi-
ge Grafik-Schnittstellen, Gigabit-

Ethernet, PCle, SATA 6Ghit/s, USB
und RS-232/422/485-Ports. Das
TR B12/msd ist mit Front-1/0 oder
XMC-Steckplatz erhaltlich. Erhalt-
lich ist das VPX-Board bei Power-
bridge Computer.
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LPDDR3 Mobile Memory mit Speicherkapazitit von 3 GByte
Samsung startet Massenproduktion

Samsung startet die Massenpro-
duktion des ersten LPDDR3 Mobi-
le Memory mit einer Speicherka-
pazitat von 3 GByte fiir den Ein-
satz in Smartphones der ndchsten
Generation. In Anwendungen wie
dieser wird das LPDDR3 Mobile
DRAM die bisherigen 2 GByte Pa-
ckages ablosen und so einen Ge-
nerationswechsel bewirken. Das
Samsung 3GByte LPDDR3 Mobile

DRAM nutzt sechs der branchen-
weit  kleinsten  20-Nanometer
(nm)-Class-4-GBit-LPDDR3-

Chips in einer symmetrischen
Struktur von zwei Sets mit drei
Chips, libereinander gestapelt in
einem einzigen Gehduse mit nur
0,8 mm Bauhohe. Mit einem
kompletten Programm an Gehdu-
seabmessungen ermoglichen
diese ultraschlanken Speicherld-
sungen die Entwicklung von fla-
cheren Smartphones und stellen
somit zusatzlichen Platz fiir die
Batterie zur Verfiigung. Zugleich
bieten die Speicherlosungen Da-
teniibertragungsraten von bis zu
2,133 MBit pro Sekunde (Mbps)
pro Pin. =

€ infoDIREKT  644ei0913

Flexible strukturierte Verkabelung
Anschluss von 48 Einzelkabeln

Die flexible, strukturierte Verka-
belung AMJ-S Modul Cat.6A von
Telegdrtner wurde erweitert. Ein
19-Zoll-48-Port-Panel,  dessen
zwei Reihen mit je 24 Steckplat-
zen nur eine Hoheneinheit ein-
nehmen, ermdglicht den An-
schluss von 48 Einzelkabeln oder
alternativ eine Mehrfach- oder
Blndelungsverkabelung. Um der

lektr

Last der hoheren Kabelgewichte
standzuhalten, ist das Panel aus
Stahl gefertigt. Die Einrast-Tech-
nik ermdglicht die schnelle Vor-
Ort-Montage. Mit diesem Panel
wird nicht nur Montagezeit ge-
spart sondern dank der hohen
Packungsdichte und des geringen
Platzbedarfs auch teuer zu kiih-
lender Platz im Schrank. Mit einer
neuen Dreifach-Anschlussdose
fiir den Biirobereich zur Montage
im Briistungskanal und als Auf-
putzversion lassen sich mehr
Nutzer oder mehr Funktionen an-
legen. In Verbindung mit der Out-
door-Steckverbinder-Serie  TOC
ist das AMJ-S-Modul Cat.6A auch
in Schutzklasse IP68 einsetzbar.
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DECT. M2M. Cordless Solution.
”Made in Germany”

Nutzen Sie die langjahrige Erfahrung des
Marktfiihrers GIGASET Communications GmbH fiir
DECT. M2M. Cordless Projects.

Die Spezifikation erhalten Sie bei:

Gigaset Communications GmbH
Willi Keckstein

Frankenstrafe 2 | 46395 Bocholt
Telefon: +49 2871 912196

Mail: willi.keckstein@gigaset.com



